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Bekanntmachung — Elektronische Systeme und Prozesstechnologien,
durchgefiihrt geman der Richtlinie des Bayerischen Verbundforschungspro-
grammes BayVFP des Bayerischen Staatsministeriums fir Wirtschaft, Lan-
desentwicklung und Energie, Forderlinie Digitalisierung, Forderbereich Elekt-
ronische Systeme — Aufruf zur Einreichung von Projektvorschlagen

Elektronische Systeme sind die Grundlage fir die Digitalisierung der Gesellschaft und Wirt-
schaft. So ermoglicht innovative Mikro- und Leistungselektronik beispielsweise zusammen
mit vernetzten, intelligenten Sensorsystemen und entsprechender Software die Digitalisie-
rung der Produktion. Elektronische Systeme sind ein wesentlicher Teil der Wertschopfung
in wichtigen Anwendungsfeldern wie z. B. Energietechnik, Automotive, (autonome) Mobili-
tat, Industrie 4.0, Medizintechnik, Mobilfunktechnologien, Robotik, Landwirtschaft, Sicher-
heit sowie Luft- und Raumfahrttechnik.

Im Rahmen dieser Bekanntmachung foérdert das Bayerische Staatsministerium fir Wirt-
schaft, Landesentwicklung und Energie (StMWi) anwendungsoffene Innovationen im Be-
reich der intelligenten, elektronischen Systeme, welche die Digitalisierung in Bayern voran-
treiben und die Bewaltigung gesellschaftlicher Herausforderungen unterstitzen.

Zuwendungszweck und Rechtsgrundlage

Das StMWi beabsichtigt, innovative Forschungs- und Entwicklungsvorhaben zu férdern.
Dazu gewahrt es Zuwendungen gemaf der Richtlinie zur Durchfiihrung des Bayerischen
Verbundforschungsprogrammes [1] des StMWi in der Forderlinie Digitalisierung, Forderbe-
reich Elektronische Systeme (https://www.elsys-bayern.de).

Gegenstand der Forderung

Gegenstand der Forderung sind Forschungs- und Entwicklungsaufwendungen im Rahmen
vorwettbewerblicher, industriegetriebener Verbundvorhaben. Es werden ausschlief3lich Vor-
haben gefordert, die wesentliche Innovationen auf dem Gebiet der elektronischen Sys-
teme sowie der zugrundeliegenden Prozesstechnologien beinhalten.

Die Bekanntmachung adressiert Vorhaben, die sich durch Innovationen mit neuartigen
Hardware-Anséatzen, Werkzeugen, Methoden sowie Fertigungs- und Prozesstechnologien
unter anderem aus den Themenfeldern Mikroelektronik, Sensorik, Aktorik, Hochfre-
quenzelektronik, Optoelektronik, Photonik, Mikrosystemtechnik, Mikromechatronik,
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Steuerungs- und Messtechnik sowie Quantentechnologie auszeichnen. In diesem Zu-
sammenhang kdnnen inshesondere auch innovative Forschungs- und Entwicklungsarbeiten
gefordert werden, die sich mit der Ubergreifenden Systemintegration in komplexe hetero-
gene Systeme, der Miniaturisierung elektronischer und nichtelektronischer Komponenten
sowie physikalischer Systeme und mit zugrundeliegenden Aufbau- und Verbindungstech-
niken beschéftigen. Eine wichtige Rolle spielen hierbei beispielsweise auch Chiplet-Archi-
tekturen sowie der Einsatz additiver Fertigungsverfahren und fortschrittlicher Advanced-
Packaging- und Embedding-Technologien. Zu entwickelnde Werkzeuge und Methoden be-
inhalten unter anderem auch neue Mess- und Testverfahren fir elektronische Systeme
sowie digitale Zwillinge einschlieflich virtueller Prototypen flr Entwicklungsprozesse.

Von zentraler Bedeutung sind zudem Vorhaben, die zukunftsweisende Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten im Bereich des Chipdesigns beinhalten und damit einen fundamen-
talen Prozessschritt in der Wertschopfungskette mikroelektronischer Komponenten adres-
sieren. Gleichermal3en spielen die hierflr bendtigten Entwurfswerkzeuge sowie (Kl-ge-
stitzte) Designsoftware eine wichtige Rolle. Um den Zugang zu neuen Chiptechnologien zu
erleichtern, werden insbesondere auch Projekte adressiert, die sich auf kleine und mittlere
Stiickzahlen der zu entwickelnden Chips fokussieren (z. B. mittels Multi-Project-Wafern oder
der Anwendung von IP-Bldcken eines Chip-Designs).

Die Entwicklung zukunftsweisender Elektroniksysteme und (Halbleiter-) Materialien kann
zudem einen wichtigen Beitrag zur technologischen Souveranitét der Halbleiter- und Elekt-
ronikindustrie leisten. Dazu zé&hlt im Rahmen der genannten Themenfelder auch Elektronik
fur extreme Einsatzbedingungen, wie Hoch- und Tieftemperaturbedingungen, Vibrationen,
Strahlung sowie Hochvakuum, oder beispielsweise die Erforschung gedruckter und organi-
scher Elektronik. Um sowohl analoge als auch digitale Signale und Daten verarbeiten zu
kénnen, gewinnen Mixed-Signal-Schaltungen in elektronischen Systemen signifikant an
Bedeutung. Der zunehmende Bedarf an mobilen Sensoren erfordert in deren zahlreichen
Anwendungsgebieten ebenfalls neue Konzepte zur Energieversorgung mittels Energy Har-
vesting.

Weiterhin bietet die Leistungselektronik als Querschnittstechnologie eine Vielfalt an An-
wendungsmaoglichkeiten und kann unter anderem einen entscheidenden Beitrag zu einer
erfolgreichen Verkehrs- und Energiewende leisten. Die Entwicklung innovativer Leistungs-
elektronik-Bauelemente basierend auf Silizium-Leistungshalbleitern sowie den zunehmend
bedeutenden Wide-Bandgap- und Ultrawide-Bandgap-Halbleitern ist beispielsweise von ho-
her Relevanz fur eine effiziente und nachhaltige Energieversorgung auf Basis erneuerbarer
Energiequellen sowie fir Anwendungen in der Elektromobilitét.

Wahrend neuartige Anwendungsszenarien oftmals tiefgreifende Innovationen in der Hard-
ware voraussetzen, erfordert die Implementierung neuer Funktionen gleichermal3en eine
intelligente Verknupfung mit Algorithmen und spezifisch entwickelter Software. Hierunter fal-
len beispielsweise selbstlernende Systeme, mit denen es gelingt, KI-Berechnungen direkt
in den Endgeraten durchzufihren (Edge-Kl). Zudem kénnen insbesondere auch mit der
Entwicklung und Vernetzung energieeffizienter KI-Hardware und eingebetteter Systeme
neue Losungs- und Technologieansatze fur zahlreiche Anwendungsfelder im Kontext des
(industriellen) Internets der Dinge geschaffen werden.



Daruber hinaus werden Vorhaben adressiert, die darauf abzielen, alternative Computing-
Anséatze fir elektronische Systeme, wie beispielsweise Architekturen basierend auf neuro-
morphen Chips, zu erforschen bzw. entscheidend voranzubringen. Hinzu kommen dabei
insbesondere auch neue Losungsansatze im Bereich des Quantencomputings. Auch wei-
tere wegweisende Forschungs- und Entwicklungsarbeiten auf dem Gebiet der Quanten-
technologien, die neue technologische Ansétze beispielsweise fir Anwendungen der quan-
tenbasierten Kommunikation, Sensorik, Messtechnik oder in der substanziellen technischen
Anwendung quantenphysikalischer Effekte in elektronischen Systemen beinhalten, sind von
Interesse.

Weiterhin spielt auch nachhaltige Elektronik eine zunehmend wichtige Rolle. Hierunter
fallen neben stromsparenden und energieeffizienten Verfahren und Systemen ferner
auch Technologien, die sich durch eine hohe Resilienz im Hinblick auf deren Fertigung und
Sicherheit sowie eine hohe Robustheit und Zuverlassigkeit der Elektronik auszeichnen.
Die Fertigung neuer Hochleistungskomponenten und -systeme erfordert dabei insbesondere
auch die Erforschung und Entwicklung innovativer, energieeffizienter Fertigungsprozesse.

Die Innovationen kénnen sowohl in der Entwicklung neuartiger Prozess- und Basistech-
nologien oder einzelner Bausteine und Komponenten liegen als auch durch deren In-
tegration zu einem komplexen und intelligenten System entstehen.

Die Ergebnisse sollen nach Projektende in innovative, industrielle Losungen tGberfihrt wer-
den. Die beteiligten Unternehmen muissen in der Lage sein, die Vorhabenergebnisse im
Anschluss an das Vorhaben wirtschaftlich zu verwerten, und eine entsprechende Planung
vorlegen.

Zuwendungsvoraussetzungen

Das Projektkonsortium muss aus mindestens zwei Partnern bestehen und dabei mindestens
ein Unternehmen enthalten. Der Forderaufruf richtet sich an Unternehmen aus allen Wirt-
schaftszweigen. Die Beteiligung von Universitaten, Hochschulen und aufReruniversitaren
Forschungseinrichtungen ist moéglich. Es werden nur Arbeiten geftrdert, welche innerhalb
Bayerns durchgefuhrt werden. KMU werden besonders zur Einreichung von Projektskizzen
ermutigt. Die angestrebte Projektlaufzeit erstreckt sich bis maximal Ende 2028.

Verfahren

Mit der Abwicklung der FordermalRnahme hat das StMWi den Projekttrager VDI/VDE
Innovation + Technik GmbH beauftragt. Fir Fragen zur vorliegenden Bekanntmachung ist
die zentrale Ansprechperson

Dr. Jonas Hausler,
E-Mail:  elsys-bayern@vdivde-it.de,
Telefon: 089/5108963-058
Sie erreichen uns in der Regel Mo.-Do. 9-15 Uhr sowie Fr. 9-13 Uhr.

Zur aktuellen Bekanntmachungsreihe der Férderlinie Digitalisierung werden Informations-
veranstaltungen fur Forderinteressierte angeboten. Weitere Informationen stehen unter
https://www.elsys-bayern.de/bkm-info-24-25 zur Verfliigung.
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Das Antragsverfahren ist zweistufig angelegt. In der ersten Verfahrensstufe kénnen bis zum
Stichtag 27.02.2025 um 14:00 Uhr Projektvorschlage eingereicht werden. Projektskizzen,
die nach dem oben angegebenen Zeitpunkt eingehen, kdnnen nicht mehr beriicksichtigt
werden. AusschlieRlich die zur Weiterverfolgung ausgewdahlten Vorhaben werden in der
zweiten Verfahrensstufe schriftlich zur Einreichung weiterer Antragsunterlagen aufgefordert.

1. Verfahrensstufe: Einreichung der Projektvorschlage

Die Einreichung der Projektvorschlage erfolgt Giber das Internetportal
https://www.vdivde-it.de/submission/bekanntmachungen/2415.

Die Einreichung eines Projektvorschlags ist nur mit den folgenden Bestandteilen vollstandig:

- Eine Vorhabenibersicht mit den formalen Randbedingungen (Partner, Kosten, Lauf-
zeit etc.) sowie eine Vorhabenbeschreibung, die nicht mehr als 15 Seiten umfassen
sollte.

- Zudem ist von jedem Unternehmenspartner das Formular ,Angaben zu Unterneh-
men*“ einzureichen, das Angaben zum jeweiligen Unternehmen sowie den Verwer-
tungsperspektiven enthélt. Darliber hinaus ist die Bilanz des letzten testierten Jahres-
abschlusses einzureichen. Fir Unternehmen, die nicht unter die KMU-Definition [2]
fallen, ist zusatzlich die Gewinn- und Verlustrechnung einzureichen.

Die vollstdndigen Details zur Einreichung sind dem Internetportal und insbesondere dem
dort verlinkten Leitfaden sowie dem Gliederungsvorschlag zur Projektskizze zu enthehmen.

Eine formliche Kooperationsvereinbarung ist fur die erste Verfahrensstufe (Projektskizze)
noch nicht erforderlich, jedoch sollten die Partner die Voraussetzungen dafir schaffen, bei
Aufforderung zur férmlichen Antragstellung eine formliche Kooperationsvereinbarung zeit-
nah zum Projektbeginn abschlie3en zu kénnen.

Die eingegangenen Projektskizzen stehen im Wettbewerb untereinander und werden insbe-
sondere nach den folgenden Kriterien bewertet:

. fachlicher Bezug zum in der Bekanntmachung festgelegten Gegenstand der Férde-
rung (Themenschwerpunkte),

. Neuheit, Innovationshéhe, technische Risiken,

. technische, wirtschaftliche und gesellschaftliche Bedeutung,

. Anwendungsbezug, Verwertungskonzept und Verwertungspotenzial innerhalb von
drei bis funf Jahren nach Projektlaufzeit,

. Beitrag zur Starkung der Innovationskraft der Unternehmen am Standort Bayern,

. Qualitat des Lésungsansatzes und Angemessenheit der Planung,

o Exzellenz und Ausgewogenheit des Projektkonsortiums, Kooperation zwischen Wis-

senschaft und Wirtschaft, Abdeckung der Wertschopfungskette.
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Entsprechend den oben angegebenen Kriterien und ihrer Bewertung werden die fur eine
Forderung geeigneten Projektideen durch das StMWi ausgewéhlt. Das Ergebnis der Aus-
wahl wird der Koordinatorin bzw. dem Koordinator des interessierten Verbundes schriftlich
mitgeteilt.

Zusétzlich zur inhaltlichen Projektbewertung erfolgt eine Prifung der Zuwendungsvoraus-
setzungen der beteiligten Unternehmen (Bonitatspriifung). Insbesondere Unternehmen in
Schwierigkeiten (UiS) nach Art. 2 Rz. 18 AGVO [3] sind von der Férderung ausgeschlossen.
Vor allem Startups und jungen Unternehmen (ab 3 Jahren) wird empfohlen, sich Utber die
diesbezigliche Eigenmittel-/Stammkapitalregelung [3] zu informieren. Der beauftragte Pro-
jekttrager kann auch vor Einreichung zu Fragen beziglich der Bonitatspriifung kontaktiert
werden.

2. Verfahrensstufe: Vorlage formlicher Férderantrage

In der zweiten Verfahrensstufe werden die Verfassenden der positiv bewerteten Projekt-
skizzen unter Angabe detaillierter Informationen, wie formaler Kriterien, schriftlich aufgefor-
dert, vollstandige férmliche Forderantrage bis zu einer gesetzten Frist mit einer detaillierten
Vorhabenbeschreibung sowie Arbeits-, Finanz- und Verwertungsplanung vorzulegen. Inhalt-
liche oder forderrechtliche Auflagen sind in den férmlichen Férderantragen zu beachten und
umzusetzen. Aus der Aufforderung zur Antragstellung kann kein Férderanspruch abgeleitet
werden. Der Forderaufruf steht unter dem Vorbehalt der zur Verfligung stehenden Haus-
haltsmittel 2025. Details zum Antragsverfahren kdnnen der Webseite zum Férderbereich
entnommen werden: https://www.elsys-bayern.de.
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